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中国赛宝实验室·电子产品可制造性设计技术高级研修班
背景介绍：
随着各大跨国公司逐步把研发中心移至中国，以及中国本土的高科技公司逐渐增多，从事电子产品研发工作的工程师越来越多，特别是硬件开发人员，普遍存在对制造工艺技术的不熟悉，可制造性概念比较模糊。导致设计出的产品不具备可生产性或可生产性差，需要多次反复改板，影响了产品的推出日期，甚至影响了产品的质量和可靠性。同时，工艺过程中75％的缺陷来自于设计，往往SMT工程师不知道也辨别不出，试图采取很多的措施来加以改善提高，解决这类问题，结果浪费时间，问题不能根本解决。当工程师辨别出这类问题是设计造成的，就急于提交报告建议设计人员更改，延长周期，有时不了了之，因为设计人员不可能停留在修改旧的产品上。本课程以DFM的基本理念出发，深入浅出地介绍了DFM的基本知识、方法和常用问题。引导学员从认识生产工艺入手，逐步了解PCB制造过程，PCB材料选择，SMT封装和插件的选择及现代电子组装过程不同工艺路线对产品设计的影响，以及热设计，钢网设计，可测试性设计和可返修性设计等内容。
培训对象：
产品硬件设计工程师、SMT工艺工程师和技术员、生产工程师、工厂工程管理人员、设备工程师、SMT经理；品质工程师、硬件研发部经理、工程部/品质部经理，PCB设计员、CAD layout工程师，元器件工程师、硬件/软件工程师、设备供应商、PWB供应商及SMT相关人员等。
培训内容：
第一章、SMT技术的应用
1）SMT技术的优势 组装（封装）技术的最新进展：MCM、PoP、3D封装
2）元器件发展动态                        
3）各种电子组装工艺分析
4）无铅焊接的应用和推广                 
5）应用在SMT中的交叉新技术
第二章、SMT工艺与生产流程设计
1）常用SMT工艺过程介绍和在设计时的应用      
2）SMT重要工艺工序：焊膏应用、胶粘剂、元件贴放、回流焊、波峰焊   
3）检测：X-ray、AOI、5DX、测试         
4）电子工艺控制中的新应用   
第三章、DFM概述和设计步骤   
1) 设计对SMT质量的影响，产品制造工艺的稳定性与设计有关吗？
2）DFM概述： 什么是DFM、DFR、DFX，作为设计工程师需要了解什么   
3) 如何判断工艺的影响来自设计   
4) DMF实际应用与实例   
第四章、DFM 检查表与应用。   
1）基板和元件设计、选择基板和元件的基本知识、常见的失效现象
2）工艺设计概要：工艺流程设计、元件选择设计   
3）元器件选择： 元件的种类和选择、热因素、封装尺寸、引脚特点   
4）热设计要求   
5）线路板的外层，阻焊层   
6）拼板和PCB板的分割   
7）元件焊盘设计、布局，影响焊盘设计的因素：元件、PCB、工艺、设备、质量标准 	
8）自动插件   
9）BGA,CSP,QFN 
10）表面贴装，PTH,元件重量影响，板的定位和fiducial点的选择；板上元件布局的各种考虑：元件距离、禁布区、拼版设计、机械应力布局考虑；钢网设计与焊盘设计的关系   
第五章、组装流程与DFM   
1) 双面贴装，焊盘优化解决工艺问题案例    
2）元件间距，方向，分布   
第六章、可组装性设计DFA/DFT   
1）组装简单化的组装性设计              
2）可生产性指数   
3）焊接件                              
4）注塑件   
5）可测试设计和可返修性设计：测试点的设置、虚拟测试点的设置   
6）物理设计与ICT                      
7) 测试点的要求   
第七章、DFM分析模型   
1）数据输出，建立DFM设计规范的重要性    
2）有效性分析， DFM规范体系建立的技术保证
3）系统建立 DFM规范体系建立的组织保证   
4）DFM报告  DFM工艺设计规范的主要内容 
5）辅助软件  DFM设计规范在产品开发中如何应用
授课讲师：由中国赛宝实验室资历较深、经验丰富的主任专家主讲
培训日期：2014年10月23日-10月24日
上午：8:30—12:00（8：15-8:30签到）下午：14:00—17:00
培训地点：广州市天河区东莞庄路110号
中国赛宝实验室(工信部电子第五研究所) 教学楼
培训证书：参加培训并经考核合格的人员颁发赛宝技术培训中心培训证书。
报名办法：填妥报名回执表后发送至 saibaopx@163.com。请务必于2014年10月12日前将回执表发至我处。
培训费用： ￥2600/人（含授课费，资料费，会务费、证书费、午餐费、不包括住宿费）
培训费报到时缴纳或培训之前5个工作日转账
收款账户：开户名称：工业和信息化部电子第五研究所
账号：7443020183100002212
开户银行：中信银行广州分行
（转账请注明培训费并电话通知和提供转账证明）
联系方式： 020-87237137，87237143，87237165  
联系人：宿烨、李阳、陈静、李浩   电子邮箱：saibaopx@163.com
赛宝技术培训中心 
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关于参加“电子产品可制造性设计技术高级研修班”报名回执表
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	备注:请于2014年10月12日前将回执表发至saibaopx@163.com


注：以收到回执确认为准安排培训（可到各企业进行内部培训）



地址：广州市天河区东莞庄路110号工信部电子第五研究所
电话：（020）87237137, 87237143    电子邮箱：saibaopx@163.com
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